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DESCRIPCION

Procedimiento para fabricar piezas moldeadas pa-
ra instalaciones de distribucion del sector técnico de
baja, media y alta tension.

La invencién concierne a un procedimiento para
fabricar piezas moldeadas de material aislante para
instalaciones de distribucién del sector técnico de ba-
ja, media y alta tension, asi como a una instalacién de
distribucién de esta clase, segtin el preimbulo de las
reivindicaciones 1,2, 3y 17.

Se imponen exigencias muy altas a las piezas es-
tructurales de las instalaciones de distribucion citadas.
Aparte de las propiedades dieléctricas requeridas, se
presta una atencién simultdnea a propiedades mecéni-
cas tales como la resistencia a la rotura de circunvala-
cidn, la resistencia a los impactos y la tendencia a la
formacion de fisuras, etc.

Se han adquirido experiencias en el pasado refe-
rentes a la formacién de fisuras en piezas estructurales
de resina epoxidica y en piezas estructurales de otros
materiales aislantes en tales instalaciones de distribu-
cion.

Es absolutamente necesario evitar estas fisuras. A
este fin, se han hecho ya esfuerzos en el pasado. Las
camaras de vacio y otras piezas que se incorporaban
en las piezas moldeadas de material aislante han si-
do incrustadas directamente por colada, junto con sus
terminales fijos y méviles, en la carcasa portadora de
resina epoxidica. Para prevenir con ello la formacién
de fisuras, los materiales de las piezas moldeadas han
sido colados conjuntamente con un aditivo de polvo
de material de relleno constituido por harina de cuar-
70 o bien harina de productos de cuarzo.

Este modo de proceder ha dado buenos resultados.

Ademads, para aumentar la rigidez dieléctrica ex-
terior se incrustan piezas estructurales en silicona o
poliuretano o en una resina de colada ajustada a con-
sistencia “blanda”, sin polvo de material de relleno.

La técnica de incrustacién por colada requiere
que, por motivos mecdnicos, la cdmara de distribu-
cién en vacio o las piezas de insercién tengan que ser
acolchadas por medio de un material elastomero antes
de su incrustacién en resina epoxidica. Los requisitos
impuestos a este material son:

- alta rigidez dieléctrica

- buena adherencia a la cimara de distribu-
cidén en vacio (o a la pieza de insercién)

- buena adherencia a la resina epoxidica cir-
cundante

- suficiente elasticidad para absorber tensio-
nes termomecdnicas y mecdnicas.

La finalidad de este acolchado es la de absor-
ber durante la fabricacién y el funcionamiento de los
componentes de resina epoxidica las tensiones que se
originen en la pieza estructural debido a una contrac-
cién mecdnica o térmica.

Debido a la alta densidad de los polvos de mate-
rial de relleno o bien mezclas de polvos de material
se relleno usuales hoy en dia, las piezas estructurales
alcanzan un peso total correspondientemente alto.

Utilizando silicona o poliuretano o una resina de
colada ajustada a consistencia “blanda”, sin polvo de
material de relleno, la resistencia mecénica de las pie-
zas estructurales terminadas de encapsular por colada
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es pequeiia, de tipo cauchoelastico.

Partiendo de esto, la invencion se basa en el pro-
blema de mejorar un procedimiento de la clase antes
mencionada en el sentido de que se eliminen las des-
ventajas citadas y se consigan al mismo tiempo las
ventajas obtenidas descritas.

El problema planteado se resuelve en un procedi-
miento de la clase antes citada por medio de las parti-
cularidades caracterizadoras de la reivindicacioén 1.

Otras ejecuciones ventajosas estdn indicadas en
las reivindicaciones 4 a 16 subordinadas.

Por lo que se refiere a una instalacién de distribu-
cidén de la clase antes citada, el problema planteado se
resuelve por medio de las particularidades caracteri-
zadoras de la reivindicacién 17.

Otras ejecuciones ventajosas de la instalacion se-
glin la invencidn estdn indicadas en las restantes rei-
vindicaciones subordinadas.

El nidcleo de la invencion en el aspecto del pro-
cedimiento consiste aqui en que una mezcla de bolas
con una distribucién estadistica de didmetros de un
tamafio Dx es introducida también como material de
relleno en la masa colada de encapsulacion. Mediante
la utilizacion de bolas, bolas de vidrio o bolas huecas
de vidrio como material de relleno en resina epoxidi-
ca o en plésticos o bien mediante una combinacién de
bolas con polvos de material de relleno se puede ajus-
tar la contraccién quimicamente requerida para el en-
durecimiento en un valor netamente mas pequefio que
los valores actualmente existentes en la bibliografia, y
esto puede provocar también una reduccién del coefi-
ciente de dilatacion en la pieza estructural terminada.
Con la utilizacién segin la invencién de una mezcla
estadistica respecto del didmetro exterior de las par-
ticulas se consiguen mayores densidades de compac-
tacion. La particula o la matriz de particulas es asi
mds densa o, respectivamente, tiene una distribucién
mas densa. Se obtiene asi una incrustacion directa o
una encapsulacién directa mecanicamente resistente
de piezas estructurales y componentes.

El material de relleno en forma de bolas aumenta
también la resiliencia de la masa colada de encapsu-
lacién endurecida.

Las tensiones mecdnicas de contraccién que que-
dan inevitablemente en la pieza estructural pueden ser
absorbidas por la resina de colada rellena haciendo
que el material de relleno se presente en forma es-
férica en la resina epoxidica, con lo que a su vez los
valores caracteristicos mecdnicos de la mezcla corres-
pondiente estdn situados comparativamente en un ni-
vel netamente mds alto.

Otra alternativa del procedimiento, que puede uti-
lizarse por separado o conjuntamente con el método
antes citado, es la utilizacion correspondiente de bo-
las huecas. En combinacién con la medida primera-
mente citada, resultaria una mezcla de bolas macizas
y bolas huecas. Mediante el empleo exclusivo o me-
diante el empleo conjunto de bolas huecas se puede
fabricar un aislador con pequefia densidad que haga
posible un peso total pequefio en lo que se refiere a la
pieza estructural total posterior.

Otra alternativa, pero que, opcionalmente, puede
leerse también en relacién con las reivindicaciones
anteriores, puede consistir en que al menos una cé-
mara de distribucion sea provista de un revestimiento
de una primera masa colada de encapsulacion y luego
sea encapsulada, junto con sus terminales, en un blo-
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que de al menos una segunda masa colada de encapsu-
lacién, tal como silicona o epdxido blando o pldstico.

Como primera masa de encapsulacién se emplea
resina epoxidica y como segunda masa de encapsula-
cién se emplean silicona o poliuretano o bien deriva-
dos de poliuretano o un epéxido ajustado a consisten-
cia blanda.

En otra ejecucion ventajosa puede estar ahora pre-
visto que se introduzcan las particulas tanto en la pri-
mera como en la segunda masa de encapsulacion.

En una ejecucién ventajosa las bolas o las bolas
huecas son de vidrio o de cerdmica, consistiendo pre-
feriblemente en cerdmica de nitruro de aluminio. Por
tanto, se ha elegido un material adecuado para su uti-
lizacién en instalaciones de distribucion eléctrica.

Asimismo, se configura como ventajoso que se
ajuste el grado de relleno entre 50 y 90%. Se alcanzan
asf resultados 6ptimos respecto de requisitos mecéni-
cos y medidas que impidan fisuras.

En otra ejecucion ventajosa se afiaden otros ma-
teriales de relleno a la bola y/o a la mezcla de bolas
huecas.

Para una mejor humectacién de las bolas de vidrio
o bien de las bolas huecas de vidrio se pueden aplicar
sobre la superficie del vidrio untos o bien imprima-
dores usuales en el comercio. Mediante una novedosa
combinacién de diferentes polvos de material de re-
lleno en la mezcla de resina epoxidica se hard posi-
ble en el futuro que las piezas de insercién (por ejem-
plo, cdmaras de conmutacién en vacio u otras piezas
de insercién metdlicas o no metalicas) sean revesti-
das directamente por colada con la mezcla de resina
epoxidica sin un acolchado, pero también con éste.

Para conseguir resultados 6ptimos se emplean, por
un lado, mezclas de didmetros exteriores de las bolas
o de las bolas huecas con un ancho de banda de 65
micrémetros a 120 micrémetros.

Asimismo, se consiguen también resultados 6pti-
mos con didmetros exteriores de 40 micrémetros a 85
micrémetros.

En otra ejecucion ventajosa estd indicado que las
particulas presenten una densidad media de 0,2 g/cm?®.

En una ejecuciéon ventajosa se ha previsto que
las particulas presenten una densidad media de 0,37
glem?.

Otras ejecuciones en las que se pueden lograr co-
mo resultado buenas propiedades mecénicas y eléctri-
cas son las siguientes:

- Bolas huecas con un diametro de hasta 200
micrémetros.

- Bolas huecas con una densidad efectiva
entre 0,1 y 0,6 g/cm®.

- Bolas macizas con una densidad de 2,0 a
7,0 glcm?.

Con la densidad antes citada de las bolas huecas
se quiere dar a entender la densidad efectiva, es decir,
el peso por unidad de volumen teniendo en cuenta la
cavidad.

Las caracteristicas de la instalacién segtin la in-
vencion estdn configuradas de una manera correspon-
diente.

Otro aspecto es la mejora de la capacidad de trans-
misién calorifica para el calor producido en las insta-
laciones de distribucion. Este calor tiene que ser con-
ducido de dentro a fuera, es decir que tiene que ser
evacuado.
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Por este motivo, se han elegido como materiales
de relleno o aditivos unos materiales con alta conduc-
tividad calorifica especifica. En conjunto, un material
de esta clase o una pieza estructural fabricada con él
es sensiblemente mas adecuado que la resina epoxi-
dica sola u otro pléstico solo. Al mismo tiempo, me-
diante el rellenado con particulas segtin la invencién
se reduce la sensibilidad a las fisuras y se obtiene una
alta accién de aislamiento.

En primer lugar, independientemente de los ma-
teriales aditivos, puede existir una incrustacion total
envolvente en silicona o en una envolvente de epo-
xi ajustada a consistencia blanda que abrace, por un
lado, a las cdmaras de distribucién y, por otro, a los
terminales.

La invencién estd representada en el dibujo y se
describe seguidamente con mas detalle.

Muestran:

La figura 1, una pieza polar con cdmara de distri-
bucién en vacio,

La figura 2, una pieza estructural segtin la figura
1, ya en ejecucion trifasica,

La figura 3, una realizacién con una encapsulacion
de bloque en, por ejemplo, silicona.

La figura 1 muestra a titulo de ejemplo una pieza
polar de una instalacién de distribucién. En este caso,
una cdmara 1 de distribucién en vacio estd revestida
con una primera masa de encapsulacién 10 de resina
epoxidica.

Como masa de encapsulacién se ha elegido pre-
feriblemente, como ya se ha dicho, una masa de en-
capsulacion de resina epoxidica que en el texto de las
reivindicaciones se denomina primera masa de encap-
sulacion. Esta puede estar provista ahora también, se-
glin la invencién, de bolas o particulas del tamafio ci-
tado. Junto con la accién de reduccién del riesgo de
formacioén de fisuras segin la invencién se presenta al
mismo tiempo una buena transmisién del calor. Para
lograr una conductividad calorifica 6ptima, las parti-
culas o bolas estan constituidas preferiblemente por
nitruro de aluminio. Los 6xidos de aluminio son tam-
bién adecuados, pero la conductividad calorifica de
AIN es mayor que la de Al,Os.

La figura 2 muestra la construccién de una dis-
posicioén de distribucién de corriente alterna trifasi-
ca. En este caso, se emplea como tultimo material de
envoltura, es decir, como segunda masa de encapsu-
lacién 20, epdxido, silicona o poliuretano, en don-
de se incrustan las piezas polares encapsuladas con
la primera masa de encapsulacién junto con termina-
les/carriles de corriente 2 y estos elementos son en-
vueltos/encapsulados con la segunda masa de encap-
sulacion 20. En este caso, se pueden aplicar también
procedimientos de fundicién inyectada. Se emplean
epodxido, silicona o poliuretano. Estos estin entonces
provistos del material de relleno de la manera descri-
ta.

En el material citado se introducen los materiales
de relleno, es decir, las bolas, bolas huecas y otros
materiales de relleno. Una distribucién estadistica de
particulas o tamafios de bola elegidos conduce a una
buena densidad de compactacion.

Esto significa que, para reducir tensiones internas
en piezas estructurales de resina epoxidica, en el caso
de piezas de insercion existentes (por ejemplo, cima-
ras de distribucién en vacio u otras piezas), asi como
para absorber tensiones mecdnicas inevitables, se em-
plea una combinacién de diferentes bolas, bolas de vi-
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drio o bolas huecas de vidrio como adicién a la masa
de resina epoxidica. El grado de relleno determina las
propiedades mecénicas y térmicas. En particular, éste
asciende a 50-90%. Mediante la utilizacién de bolas
huecas de vidrio se reduce netamente la densidad de
la mezcla de resina epoxidica. Debido a la adicién de
bolas, bolas de vidrio o bolas huecas de vidrio a la sili-
cona o al poliuretano o a una resina de colada ajustada
a consistencia “blanda” aumenta la resistencia meca-
nica de la pieza estructural y también la de la masa de
encapsulacion.

Segtin la invencidn, estd previsto también afiadir
otros componentes de materiales de relleno adiciona-
les a las bolas en una proporcién de mezcla corres-
pondiente, por ejemplo harina de cuarzo, harina de
productos de cuarzo o bien wollastonita.

En lugar de la resina epoxidica, se pueden utili-
zar también otro material de moldeo duropléstico (por
ejemplo, poliuretano).

Las bolas huecas de vidrio pueden mantenerse en
contacto uno con otra dentro de la masa de encap-
sulacién, de modo que, como consecuencia, la resi-
na epoxidica, la silicona o el poliuretano llene en una
forma exenta de burbujas solamente las pechinas entre
las bolas huecas de vidrio. El coeficiente de dilatacién
térmica disminuye hasta el del vidrio.

Si se elige un sistema constituido por silicona o
poliuretano o una resina de colada ajustada a consis-
tencia “blanda”, se puede conseguir por la adicién de
bolas, bolas de vidrio o bolas huecas de vidrio que
aumente netamente la resistencia mecdnica de la pie-
za estructural. Esto inaugura la posibilidad de que es-
tas mezclas de materiales estén disponibles también
en el futuro como materiales de construccion para la
encapsulacion de aisladores mecdnicamente solicita-
dos (piezas estructurales) con los puntos de fijacion
necesarios. Ademads, mediante la utilizacién de bolas
huecas de vidrio se pueden fabricar piezas estructura-
les extremadamente “ligeras” con una alta resistencia
mecénica y rigidez dieléctrica.

En la fabricacién de un aislamiento de material
s6lido de un bloque de aisladores (por ejemplo, una
incrustacion por colada de todos los componentes de
una instalacién de distribucién) existe especialmente
el problema de que el calor producido tiene que ser
retransmitido hacia fuera al medio ambiente a través
del aislador para que la temperatura de las piezas es-
tructurales incrustadas no sobrepase un valor maximo
admisible. Esto se consigue actualmente mediante el
recurso de un espesor de pared pequefio, pero sufi-
ciente, del aislador o mediante una colocacién de un
transmisor de calor de metal (éste atraviesa el aisla-
dor en un sitio hasta las piezas metélicas o hasta las
inmediaciones de una pieza metdlica).

En una instalacién de distribucién aislada con ma-
terial sélido se presentan, aparte de los elementos de
distribucién, por ejemplo las piezas polares, una se-
rie de uniones y pasos de corriente que a su vez tie-
nen que estar también aislados con material sélido y
que han de sellarse dieléctricamente en los sitios de
unién con ayuda de elementos de aislamiento corres-
pondientes.

Por el contrario, en un volumen optimizado se
introducen todos los componentes necesarios, como,
por ejemplo, la cdmara de distribucién en vacio en ca-
lidad de elemento de distribucién activo, un interrup-
tor de tres posiciones - eventualmente en calidad de
otra camara de vacio -, los carriles de alimentacion de
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corriente, los transformadores y otros componentes.
A continuacién, se encapsula en un molde el equipo
completo formando un “bloque” o una unidad, pre-
feriblemente con una goma de silicona. Para poder
evacuar la corriente de calor hacia fuera de la zona
interior del bloque producido se puede introducir un
material de relleno cerdmico en la silicona. El mate-
rial de relleno puede estar previamente introducido en
la masa de silicona. Otra posibilidad es la impregna-
cion del material de relleno, por ejemplo con silicona,
en el molde sometido a vacio.

Debido a la utilizacién de silicona como masa de
encapsulacion existe la posibilidad de recubrir por co-
lada una instalacién técnica completa con un aislador
sin que se formen fisuras.

Las conexiones a un “bloque” eventualmente tri-
fasico se efectian preferiblemente a través de cables,
junto con uniones de enchufe usuales en el mercado
para los respectivos tamafios de clavija. Las hembras
se presentan sélidamente unidas y encapsuladas en o
sobre el “bloque”. Para aumentar la resistencia me-
cénica en la zona de los elementos de distribucidn se
pueden introducir también piezas estructurales de re-
sina de colada (piezas polares, entre otras) en la masa
de silicona; véanse los dos croquis. En éstas puede
montarse desde fuera, por ejemplo, un accionamien-
to correspondiente. Las partes restantes (carriles de
alimentacion de corriente, transformadores, etc.) se
montan entre los componentes. Después de una apli-
cacion de promotores de adherencia correspondientes
se puede obtener un bloque eléctricamente “denso”
con todos los componentes necesarios.

La corriente de calor que se origina en el interior
del bloque puede ser conducida especialmente a la su-
perficie del bloque a través de un material de relleno
consistente en el material AIN (hasta 220 W/mK). Si
se introduce este material cerdmico con una alta pro-
porcién de material de relleno en el material de sili-
cona, se puede aumentar netamente la conductividad
calorifica de la masa de encapsulacién y se mantienen
las prestaciones dieléctricas en el nivel actual o bien
se elevan éstas. Mediante un agrandamiento corres-
pondiente de la superficie (nervado ligado con con-
veccion del aire circundante) o mediante elementos
de refrigeracion en sitios correspondientes dieléctri-
camente poco criticos se puede evacuar la corriente
de calor hacia fuera.

Si se introduce el material de relleno, por ejemplo,
directamente en un molde que rodea a los componen-
tes, se pueden elegir didmetros de particulas relativa-
mente “grandes” de los componentes cerdmicos. Esto
quiere decir tamafos de particulas, por ejemplo, en el
intervalo de 1 a 10 mm, preferiblemente con una for-
ma esférica, para aumentar la resiliencia en el bloque
terminado. Esto es diferente a lo que ocurre en el caso
de una encapsulacién con una masa de encapsulacién
preconfeccionada. En este caso, se han de elegir par-
ticulas correspondientemente mds finas para que se
consiga una viscosidad suficientemente baja para el
proceso de elaboracion siguiente.

Para simplificar, en lugar de un bloque comple-
to en el que se encuentren todos los componentes, se
pueden fabricar también bloques individuales. En el
caso de una reparacion se puede crear, mediante la
utilizacién de bloques individuales, una solucién de
facil mantenimiento y bajo coste.

La figura 3 muestra en representacion transparen-
te la introduccion de todos los elementos descritos en



7 ES 2 284 005 T3 8

una encapsulacién de bloque envolvente de la segun-
da masa de encapsulacién 20, por ejemplo con silico-
na o con epoxi ajustado a consistencia blanda. Estan
encapsulados aqui tanto las cdmaras de distribucién
1 como los terminales o carriles de corriente 2 para
ellas. Debido a la disposicion espacial de las piezas
polares 1 se produce en la disposicién de bloque en-
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capsulada una rigidizacién mecdnica del bloque, aun
cuando éste esté constituido por la segunda masa de
encapsulacién blanda.

En una realizacién trifdsica como en la figura 2,
los bloques estan separados uno de otro por placas 3
situadas entre ellos y destinadas a evacuar el calor.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para fabricar piezas moldeadas
para instalaciones de distribucién del sector técnico
de baja, media y alta tensién, en el que se introdu-
ce también en la masa colada de encapsulacién una
mezcla de bolas con una distribucién predetermina-
da de diametros de un tamafio Dx y se realiza as{ una
encapsulacion directa de piezas estructurales, y al me-
nos una camara de distribucién es provista de un re-
vestimiento colado de una primera masa de encapsu-
lacién y luego esta cimara es encapsulada, junto con
sus terminales, en un bloque de al menos una segun-
da masa de encapsulacién, tal como silicona o epoxi
blando o plésticos.

2. Procedimiento para fabricar piezas moldeadas
para instalaciones de distribucion del sector técnico
de baja, media y alta tensidn, especialmente segtn la
reivindicacién 1, caracterizado porque se introduce
también en la masa de encapsulacion una mezcla de
bolas huecas con una distribucién prefijado de didme-
tros exteriores de un tamafio Dx.

3. Procedimiento segun la reivindicacién 1 6 2,
caracterizado porque como primera masa de encap-
sulacion se emplea resina epoxidica y como segunda
masa de encapsulacién se emplean silicona o poliure-
tano o derivados de poliuretano.

4. Procedimiento segun la reivindicacién 3, carac-
terizado porque se introducen las particulas en la pri-
mera y/o en la segunda masas de encapsulacion.

5. Procedimiento segtin una de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque las bolas o las
bolas huecas son de vidrio.

6. Procedimiento segun la reivindicacién 1,2 6 3,
caracterizado porque las bolas o las bolas huecas son
de ceramica, preferiblemente de nitruro de aluminio.

7. Procedimiento segin una de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque el grado de re-
lleno se ajusta entre 50 y 90%.

8. Procedimiento segiin una de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque se afiaden a la
bola y/o a la mezcla de bolas huecas otros materiales
de relleno en forma de particulas pequefias.

9. Procedimiento segtin una de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque los demds ma-
teriales de relleno son harina de cuarzo o harina de
productos de cuarzo.

10. Procedimiento segtin una de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque los didmetros
exteriores de las bolas o de las bolas huecas o las par-
ticulas presentan un ancho de banda de 0,01 mm a 10
mm.

11. Procedimiento segtin una de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque las bolas, las
bolas huecas o las particulas presentan una densidad
media de 0,2 g/cm®.

12. Procedimiento segtin una de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque las bolas, las
bolas huecas o las particulas presentan una densidad
media de 0,37 g/cm®.

13. Procedimiento segtin una de las reivindicacio-
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nes anteriores, caracterizado porque las bolas huecas
presentan un didmetro de hasta 200 micrémetros.

14. Procedimiento segtin una de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque las bolas huecas
presentan una densidad efectiva entre 0,1 y 0,6 g/cm?®.

15. Procedimiento segtin una de las reivindicacio-
nes anteriores, caracterizado porque las bolas maci-
zas presentan una densidad de 2,0 a 7,0 g/cm?®.

16. Instalacién de distribucion para el sector técni-
co de baja, media y alta tension, con piezas moldeadas
coladas, caracterizada porque se introduce también
en la primera masa de encapsulacién una mezcla de
bolas y/o bolas huecas y/o particulas con una distri-
bucién prefijada de didmetros de un tamafio Dx y se
produce con ella una encapsulacion directa de piezas
moldeadas, y las piezas moldeadas de una instalacién
de distribucién estdn hechas de materiales eléctrica-
mente aislantes.

17. Instalacién de distribucién del sector técnico
de baja, media y alta tension, con piezas moldeadas
coladas, caracterizada porque la segunda masa de
encapsulacién dentro de la cual se colocan las pie-
zas moldeadas revestidas por colada o bien éstas son
a su vez encapsuladas por dicha masa, estd constitui-
da por materiales eléctricamente aislantes, tales como
silicona o resina epoxidica o poliuretano.

18. Instalacién de distribucién segun la reivindica-
cion 16 6 17, caracterizada porque al menos una ca-
mara de distribucién esta provista de un revestimiento
colado constituido por una primera masa de encapsu-
lacién y esta cdmara, junto con sus terminales, se ha
encapsulado después en un bloque constituido por al
menos una segunda masa de encapsulacion, tal como
silicona o epoxi blando o plasticos.

19. Instalacién de distribucién segtin una de las
reivindicaciones 16 y 18, caracterizada porque co-
mo primera masa de encapsulaciéon se emplea resina
epoxidica y como segunda masa de encapsulacion se
emplean silicona o poliuretano o derivados de poliu-
retano.

20. Instalacién de distribucidn segin la reivindica-
cion 19, caracterizada porque se introducen las par-
ticulas o bolas citadas en la primera y/o en la segunda
masas de encapsulacion.

21. Instalacién de distribucién segutn la reivindi-
cacion 20, caracterizada porque las bolas o las bolas
huecas son de vidrio o de cerdmica.

22. Instalacién de distribucién segtin una de las
reivindicaciones 16 a 21, caracterizada porque las
bolas o las bolas huecas son de cerdmica de nitruro de
aluminio.

23. Instalacién de distribucién segtin una de las
reivindicaciones 16 a 21 anteriores, caracterizada
porque las piezas moldeadas o las piezas estructura-
les de una instalacién de distribucién para cada fa-
se de corriente trifdsica estdn encapsuladas formando
sendos bloques densos.

24. Instalacién de distribucién segun la reivindi-
cacién 23, caracterizada porque el respectivo bloque
estd provisto de elementos de unién (2) que evacuan
el calor.
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